
广隆蓄电池WP22-12

产品名称 广隆蓄电池WP22-12

公司名称 北京睿晟致诺贸易有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:广隆蓄电池
型号:WP22-12
规格:12V22AH

公司地址 北京市密云区北庄镇北庄村华盛路142号政府办
公楼223-869

联系电话 15611806986 15611806986

产品详情

推进利用TSV(硅通孔)的三维层叠型新一代DRAM“Hybrid Memory Cube(HMC)”普及的Hybrid Memory
Cube Consortium(HMCC)宣布，软件行业巨头美国微软已加盟该协会。

HMC是采用三维构造，在逻辑芯片上沿垂直方向叠加多个DRAM芯片，然后通过TSV连接布线的技术。
HMC的*大特征是与既有的DRAM相比，性能可以得到极大的提升。提升的原因有二，一是芯片间的布
线距离能够从半导体封装平摊在主板上的传统方法的“cm”单位大幅缩小到数十μm～1mm;二是一枚芯
片上能够形成1000～数万个TSV，实现芯片间的多点连接。

微软之所以加入HMCC，是因为正在考虑如何对应很可能会成为个人电脑和计算机性能提升的“内存瓶
颈”问题。内存瓶颈是指随着微处理器的性能通过多核化不断提升，现行架构的DRAM的性能将无法满
足处理器的需要。如果不解决这个问题，就会发生即使购买计算机新产品，实际性能也得不到相应提升
的情况。与之相比，如果把基于TSV的HMC应用于计算机的主存储器，数据传输速度就能够提高到现行
DRAM的约15倍，因此，不只是微软，微处理器巨头美国英特尔等公司也在积极研究采用HMC。

其实，计划采用TSV的并不只是HMC等DRAM产品。按照半导体厂商的计划，在今后数年间，从承担电
子设备输入功能的CMOS传感器到负责运算的FPGA和多核处理器，以及掌管产品存储的DRAM和NAND
闪存都将相继导入TSV。如果计划如期进行，TSV将担负起输入、运算、存储等电子设备的主要功能。
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